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附件：

主旨：本校與國際電機電子工程師學會(IEEE)於110年7月23日至

25日於本校舉辦第4屆知識創新與發明國際研討會(IEEE 

ICKII 2021)，請惠予公告於貴校官網並鼓勵所屬師生踴

躍投稿，請查照。

說明：

一、本研討會徵稿領域為工程及知識創新相關領域，摘要投稿

截止日期為110年5月31日，研討會相關訊息請詳見IEEE 

ICKII 2021研討會官網：http://www.ickii.org。

二、本研討會接受之論文，若符合IEEE領域，將收錄於IEEE 

Xplore®，並於Ei Compendex索引。其他領域之論文將送至

Scopus和CPCI審核後索引。優秀論文可推薦轉投到12種SCI

或SSCI期刊。
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